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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 文件处理问题
1） 除了正常补偿外，不可随意更改客户文件。
2）如果订单、零件清单、Gerber date、胶片、图纸、标准或规范之间存在差异，按照下列优先顺序进行:订单要求＞零件清单要求＞数据(Gerber data、film data、drilling data、milling data)＞制造图纸＞客户技术(通用)规格书＞客规＞国际标准＞我司标准/规范
3） 如果在同打包文件中有客户设计图纸和Enics设计图纸，请优先使用Enics设计图纸（Enics的套版图纸有Enics的Logo的）
2. 标记
1） 标记添加优先顺序：阻焊层＞字符层＞蚀刻层
2）板上需添加我司全套标记和周期（YYWW），如果空间不足需EQ确认
3）层标记通常包含在Gerber 资料中，在订单下线前需检查是否存在层标记。
3. 孔
1）PTH孔径公差+/-0.08mm，NPTH孔径公差+/-0.05mm
2）导体间距≤150mm，公差为+/-0.075mm，间距150~300mm，公差+/-0.1mm，导体间距300~500mm，公差+/-0.125mmCAM提供MARK点间距图纸给生产测量。

3）压接孔孔径公差（技术评估过孔径为0.05整数倍的非过孔公差可做到+/-0.05mm，此要求不能存在超能力问题）
	标准值（mm）
	钻孔孔径（mm）
	标准值孔径公差（mm）

	0.9
	按我司规则
	+0.08/-0.05

	1.0
	1.15
	+0.08/-0.05

	1.3
	按我司规则
	+0.01/-0.12

	1.6
	1.75
	+/-0.09


4)孔铜
①客户文件要求参考3级标准时，单点最小孔铜厚度20μm，平均孔铜厚度最小25μm；客户文件要求参考2级标准时，单点最小孔铜厚度18μm，平均孔铜厚度最小20μm。
②对于小于Ø0.15mm的微孔和盲孔或埋孔，孔筒内铜的平均厚度最小为12μm，单点铜厚度最小为10μm

5）孔环
①外层NPTH孔有设计孔环时，客户文件要求参考2级标准时：不允许破环，客户文件要求参考3级标准时：最小孔环要求0.15mm
②过孔孔径＞0.15mm时：客户文件要求参考2级标准时，不允许破环；客户文件要求参考3级标准时，最小孔环0.05mm。
③过孔≤0.15mm和微孔：只是要与接触盘相切，不允许破盘
④外层PTH元件孔：客户文件要求参考2级标准时，允许破环90°；客户文件要求参考3级标准时，不允许破环。
⑤内层PTH最小孔环0.025mm
⑥如果设计无法满足孔环要求需要加泪滴时需要与客户确认
6) 无要求时，外层完成铜厚为35μm
7) 有位于PCB边缘的NPTH孔设计时(通常称为“半月孔”)，忽略客户文件中的孔径要求，与客户EQ确认如何制作。
4.阻焊
1)如果客户文件中没有规定阻焊油墨的类型，则必须使用哑光绿色的油墨

2)型号以7-XXXXXXXX开头的订单表面能需≥38，至少测试5次
3)孔径≤0.3mm的孔允许阻焊入孔
4)双面塞孔的必须全部被阻焊覆盖，不能露铜
5. 可剥胶（蓝胶）要求
1)可剥胶采用Peters Lackwerke, SD2955，若使用其他材料需要与客户确认

2)厚度0.3mm~1.0mm
3)可剥胶距离相邻开窗导体间距≥0.6mm

4)可剥胶距离需要覆盖的导体单边≥0.6mm

5)最小阻焊桥:2.0 mm，如果间距不足无法保证，需要EQ确认
6)<= 1.5 mm的孔必须全部覆盖

7)如果客户文件要求用可剥胶填塞非镀通孔(NPTH)，必须与客户确认。

6.外形
1）V-cut余厚0.5mm+/-0.1mm，角度30°~60°+/-5°
2）板厚＜0.6mm的板优先使用邮票孔桥连
3）V-cut板外形公差+/-0.15mm；非V-cut外形公差+/-0.1mm，非V-cut金属包边设计，公差为+/-0.13mm.
7.金手指要求
1）.焊盘和孔距离金手指3mm以内不得镀金，如果存在设计在3mm以内的开窗焊盘和孔，与客户EQ确认做法
2）有阻焊覆盖的板，与金手指之间不得有裸露的铜;出现如下图设计时有客户EQ确认做法。
[image: image1.png]Gold plating area




3）有无阻焊覆盖的订单，与客户EQ确认金手指与线路接壤处的做法

4）金手指金厚最小0.8μm，镍厚3-10μm
5）客户无要求时,金手指倒角半径0.5mm，角度45°
6）金手指引线残留≤0.1mm （企标定义：蚀刻引线可满足）
8.铺铜要求

如果要在单板内铺铜，需要与客户确认，如无特殊定义，铺铜与导体的最小距离为8mm。

9.翘曲度

	翘曲度（%）

	2级
	3级

	0.75
	0.5


预审部分： 
CAM部分： 
1.板边划线不允许（工程备注终检）
